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摘要(译)

描述了超声芯片的垂直包装构造。垂直包装可能会涉及使用除导线以外
的集成互连来进行导线键合。这种集成互连的示例包括边缘接触通孔，
硅通孔和导电柱。边缘接触通孔是在超声芯片中形成的沟槽中限定的通
孔。可以为每个沟槽提供多个通孔，从而增加了通孔的密度。这样的通
孔使得能够电访问超声换能器。硅通孔穿过硅手柄形成，并提供从超声
芯片底表面进入的通道。包括铜柱在内的导电柱围绕超声芯片的周边设
置，并提供从芯片顶表面进入超声换能器的通道。这些类型的包装技术
的使用可以使超声装置的尺寸大大减小。
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